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* Entgraten

* Reinigen/Desoxidieren

* Entfernen von Harzen

* Finishing

* Reinigen von Pressblechen

zur mechanischen Bearbeitung von Leiterplatten
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Breiter Zugang zu neuen Ideen, MalRnahmen zur Wirtschaftlichkeit und neuen Technologien,
um lhren Anforderungen an die Oberflachenbearbeitung und -veredelung gerecht zu werden.

Offers access to new ideas, economies of scale, and new technigues to master your surface
treatment and finishing needs.

Service in mehr als
Servicing more than

durch zahlreiche Agenturen und starke Vertriebs-
netzwerke. Ermoglicht den Einblick in die Methoden
und die optimalen Vorgehensweisen, die notwendig
sind, um weltweit erfolgreich zu sein.

through numerous agencies and strong distribution
= networks. Providing insight into the customs and
Landern best practices necessary to succeed anywhere in

Countries the world,




HERSTELLUNG UND ENTWICKLUNG VON WALZEN

ZUR BEARBEITUNG VON LEITERPLATTEN

Der globale Wettbewerb fordert Werk-
zeuge, deren Qualitat und Langlebig-
keit den wirtschaftlichen Anforderungen
der Produktion entsprechen.

Wir haben unser Programm diesen
Anforderungen in Qualitat und Leistung
angepasst. Die offene, dreidimensio-
nale Struktur des Materials beglinstigt
einen ,,Selbstreinigungseffekt”, verhin-
dert das Speichern von Riickstanden,
Uberhitzung und das ,,Anbacken® von
Die Produktion von Leiterplatten hat Riickstanden.
sich in den letzten Jahren so stark
verdndert, dass man bei den Anfor-
derungen an die verwendeten Werk-
zeuge nicht langer vom Entgraten,
Reinigen und vom Finishing spre-
chen kann. Deshalb haben wir nicht
nur die Bezeichnungen geéndert,
sondern auch die Produktlinien
erweitert und neue Walzen, ent-
sprechend den Anforderungen,
entwickelt.

Frische Schleifpartikel werden konti-
nuierlich freigesetzt und ermoglichen
ein gleichmaBiges Finish. Neue Ausriis-
tungen der Vliese und spezielle Imprag-
nierungen stellen sicher, dass auch
nasse Walzen ihre Festigkeit bzw.
Elastizitat behalten.

Zu der bewdahrten Produktlinie von
LIPPROX®-Entgratwalzen haben wir
neue hinzugefiigt:

LIPPRITE®-Super Cut Walzen, LIPPRI-
TE®-High Resolution Finishing Walzen
und LIPPRITE®-Soldermask Finishing
Walzen. Die LIPPRITE®-Pressplate
Cleaning Walze rundet das Programm
ab.

Station 1:
‘ N ¥ 4 ‘ Obere Walze
S“""(,_ s\“",’(,_ dreht sich im Gleichlauf.
'—; ® = '—; ® = Untere Walze
Oy @ @ O) ® /m\\\ ® @ ©) dreht sich im Gleichlauf,
@ OO @ © Oy, Station 2:
=0 é =0 é Obere Walze
’//l“\\\\ ’//l“\\\\ dreht sich im Gegenlauf.
Station 1 V Station 2 U Untere _Wal_ze
dreht sich im Gegenlauf.
Eine Maschine mit vier Biirststationen ist fiir alle Biirstbearbeitungen zu empfehlen.
Das Biirsten im Gleichlauf und im Gegenlauf ist der groBe Vorteil dieser Kombination.
Die Bohrlocher werden gleichméBig in Birstrichtung entgratet. Diese Bestlickung erlaubt die Erhdhung der Durch-
laufgeschwindigkeit. Die gegenldufige Station stellt sicher, dass Kupferriickstande und Walzenabrieb von der
Leiterplatte entfernt werden.
Arbeitsparameter
Schnittgeschwindigkeit: 12-18 [m/s] Biirstgeschwindigkeit ist prinzipiell abhéngig von der Maschine
Vorschub: 1,5-25 [m/min] Abhangig von der Art der Bearbeitung und
vor- bzw. nachgeschalteten Prozessen
Druck: 1,0-15 (kW]
40% [load]
Oszillationsfrequenz: 240 - 500 [Hibe/min]
Oszillationsweg: 3-10 [mm]
Kiihlung: nass [Wasser] Wichtig fiir den Selbstreinigungsprozess der Walze
Spiilen auf der Leiterplatte: bis zu 100 [bar]
Spiilung der Biirste: max. moglich [bar] Wie vom Maschinenhersteller empfohlen
Anzahl der Walzen: 4-8 2 oben /2 unten oder 4 oben / 4 unten




Schleifvliese

Schleifkorner sind mittels Kunstharz
an die Vliesfasern gebunden. Die

aufeinanderfolgenden Einzelmessstrecken.

Ra Arithmetischer Mittelwert der absoluten Betrdge aller

Absténde von der Mittellinie innerhalb der Gesamtmess-
strecke.

Rt Maximale Rauhtiefe, d. h. der senkrechte Abstand

zwischen dem hdchsten und tiefsten Punkt innerhalb
der Gesamtmessstrecke.

Lamellenwalzen

unterschiedliche Zusammensetzung Aly03
aus Harz und Schleifmedium, kom-
biniert mit verschiedenen Schleif-
vliesen, ergibt eine Vielzahl von
Kombinationen fiir unterschiedliche
Anwendungen.
Verfiighare KorngroBBen
LIPPERT-UNIPOL Qualitat Internationale Cu St. 1.4542
Spezifikation (FEPA) Spezifikation Rz [um] Ra [pm] Rz [um] Ra [pm]
S4 SiC 120 MEDIUM S MED S 50-7,0 1,20 - 2,50
S6 SiC 180/ 240 FINE S FN S 3,0-5,0 0,70-1,20
S7 SiC 320 VERY FINE S VFN S 2,0-3,0 0,30-0,45
S8 SiC 500 SUPER FINE S SFN S 1,5-25 0,25-0,35
S9 SiC 600 / 800 ULTRA FINE S UFN S 1,0-2,0 0,15-0,25
S10 SiC 1000/ 1200 MICRO FINE S MFN S 0,7-1,2 0,10-0,15
Ad Alr03 120 MEDIUM A MED A 1,60 — 2,50 0,15-0,30
A5 Alo03 150 /180 1,20 - 2,00 0,14-0,25
A6 Aly03 240 FINE A FNA 1,00 - 1,60 0,13-0,15
A7 Alx03 320 VERY FINE A VFN A 0,60-1,20 |[0,08—-0,14
Rauhtiefenmessung
Rz Gemittelte Rauhtiefe, d. h. der Mittelwert aus finf Walzenkonstruktion

Wichtig: Die Arbeitsrichtung jeder Walze ist mit
einem Richtungspfeil deutlich gekennzeichnet.
LIPPROX®-Walzen diirfen nur in der angegebe-
nen Richtung eingesetzt werden.

Schleifvlieslamellen sind radial an einem HP-

O Rohr verklebt. Impragnierungen stabilisieren die
LIPPRITE®-Walzen, erhohen die Leistung und

vervielfaltigen die Einsatzmdglichkeiten.




LIPPROX® CDR
CLEAN DEBURRING ROLLER

LIPPROX®-Bohrlochentgratung
vor dem Beschichten

Ungeachtet der Verwendung von Hochgeschwindigkeitsbohrern ist es nahe-
zu unmdglich, absolut gratfrei zu bohren. Um zu verhindern, dass bei nach-
folgenden Bearbeitungen Fehler auftreten, ist es notwendig, dafiir zu sorgen,
dass die Geometrie der Bohrldcher so exakt wie maglich bleibt. Besonders fiir
diese Anwendung hat LIPPERT-UNIPOL LIPPROX®-Entgratwalzen entwickelt,
die heute weltweit erfolgreich eingesetzt werden.

lhre Vorteile
¢ GleichmaBige Oberflichenqualitat

e Hohe Reinigungsleistung

LIPPROX®

Bei der gewickelten Schleifvlieswalze ist das Vliesmaterial spiralformig um
den Bohrungskern gewickelt und mit Kunstharz ausgeschaumt. LIPPROX®-
Entgratwalzen haben eine hohere Leistung und Standzeit gegeniiber herkémm- e Geringer Birstenabrieb
lichen Lamellenwalzen.

e Perfekte Vorbereitung vor dem Verkupfern

e Minimale Kantenverrundung

e Kein Zusetzen der BohrlGcher

e Keine Beschadigung der Bohrlochkanten
 Kein Zusetzen der Biirstenoberflache

e Sehr hohe Standzeit

¢ Kontinuierliche Harte und Abrasivitat
liber die gesamte Laufzeit

e Dynamisches Auswuchten maglich

e Metallflansche fiir perfekten Sitz und Rundlauf




Leiterplatte auf Teflon-Trager. Querschnitt einer Bohrung von 0,30 mm.

Mit LIPPROX® entgratet und perfekt metallisiert. 500-fach vergroBert.
Basiskupfer nur 5 — 9 pm.
Mit LIPPROX® entgratet
und perfekt metallisiert.

Querschnitt einer Bohrung von 0,50 mm.
VergroBerung 100 : 1.

Basiskupfer nur 18 pm.
Mit LIPPROX® entgratetund perfekt metallisiert.

Standzeitvergleich Standzeit
" LIPPROX®-Entgratwalzen

60 haben durch ihre spezielle
o0 /.7

. Bindung eine hohe Stand-
40 T HPPROR Bste zeit. Diese sichert eine
30 °

e Bearbeitung von mehr
2 /'// Wettewerbers als 50.000 m? Oberfléche.

Standzeit der Biirste [m2x 1000]

152 140 130 120 110 Rz [um] Oberflichenrauhigkeit
Biirstendurchmesser [mm] 3
2
Oberflachenrauhigkeit
) o L Sic sic
Biirstentyp Zu erwartende Rauhigkeitsprofil 600 800
Oberflachenrauhigkeit Rz (um)
LIPPROX®-CDR S8 C3 H7 2,0
(super fine SiC 500/600)
.
1000 pm
Produktempfehlung
LIPPROX®-Clean Deburring Roller S8* G2 H6 super fine SiC 500/600 Rz=2,0 ym
med. density
LIPPROX®-Clean Deburring Roller S$8* C3 H7 super fine SiC 500/600 Rz=2,0 ym
high density

*auch verfiigbar in S7 SiC 320/400 und S9 SiC 800/1000




LIPPRITE® SCR
SUPER CUT ROLLER

LIPPRITE®-SCR

e Entfernen von Kupferkndtchen nach dem Beschichten
(Bearbeitung der Oberfldche vor dem Laminieren)
Nach der Kupferbeschichtung evil. noch vorhandene knétchenférmige
Kupferriickstande konnen die Oberflache der Leiterplatte empfindlich
storen. LIPPRITE®-Super Cut Roller reduzieren die Verunreinigungen auf
ein Minimum.

¢ Entfernen der Oxydschicht nach IHV und BVH

Nach der Schwarzoxidation fiir innere Durchkontaktierung (IVH) sowie fiir
die in Zwischenrdaumen befindlichen Bohrungen (BVH) muss die schwarze
Oxydschicht entfernt werden. LIPPRITE®-Super Cut Roller bieten hierfiir
die hochste Reinigungsintensitét bei gleichmaBiger Oberflachenstruktur.

e Entfernen des Bohrgrates vor dem Verkupfern

e Entfernen von Kunstharz vor dem nachfolgenden Atzen

Um Bohrungen in Leiterplatten beim folgenden Atzprozess zu schiitzen, Ihre Vorteile

sind die Bohrungen mit Harz gefiilit (UV oder hitzehértend). Die pilzformigen e GleichmaBige Oberfldchenqualitat
Erhebungen aus Kunstharz sind nur mit Biirsten zu entfernen, die eine
hohe Abtragsleistung haben. Mit LIPPRITE®-Super Cut Roller erzielen Sie
eine gleichmaBige, plane Oberflache. e Hohere Mikrorauhigkeit

e Erhohte Haftfahigkeit des Harzes
e Stabile Harte, auch bei der Nassbearbeitung

e |Intensive Reinigung der Oberflache

e Geringes Risiko verstopfter Bohrungen
e Keine Beschadigung der Bohrlochkanten
e Kein Zusetzen der Biirste

¢ Oberflachenaufbereitung von harzgefiillten BGA-LP e Dynamisches Wuchten bei Bedarf mdglich

Dieser Bearbeitungsschritt erfordert das Entfernen von Harzriickstanden e Metallflansche fiir perfekten Rundlauf
und das Erzeugen einer Mikrorauhigkeit der Oberflache, die eine erstklas-
sige Haftung des Laminats gewahrleistet.




Arbeitsrichtung

Station 1 (und 3):
Obere Walze dreht sich im Gleichlauf.
Untere Walze dreht sich im Gleichlauf.

Station 2 (und 4):
Obere Walze dreht sich im Gegenlauf.
Untere Walze dreht sich im Gegenlauf.

Maschineneinrichtung fiir:

e Entfernen von Harzriickstdnden
e QOberflichenaufbereitung von harzgefiiliten BGA-LP

Z VS Vs ZYs ZYs ZYs
O\ O, © QOZWY O © [OXOK/TT\MO) O} @ OOy 0O © (OJOX/T\\XO)
© @ (ORI ORNI7XOJO] [ONORLIZXOJO] © (ORX0JO; © OO0 ©
SO% 0% EJONE EHONE
:’Im\\‘\, :”Im\\; ;”lln\\\: :”Im\\;
Station 1 Station 2 Station 3 Station 4
Arbeitsschritt/Produktempfehlung
Nivellierung der Oberfléache
Oberfléachenschliff: Keramikwalze
Station 1: Keramikwalze
Station 2: LIPPRITE®-Super Cut Roller S7 DI109 PH210 VFN (SiC 320) Rz =2,5pum
Station 3: LIPPRITE®-Super Cut Roller S8 DI109 PH210 SFN (SiC 600) Rz =2,0 ym
Station 4: LIPPRITE®-Super Cut Roller S9 DI109 PH210 UFN (SiC 800) Rz=1,5pum
Maschineneinrichtung fiir:
e Entfernen von Kupferriickstdnden nach der Beschichtung
(Oberfléachenbearbeitung vor dem Laminieren)
e Entfernen des Schwarzoxydes nach IVH und BVH
Z S ZYs
[OX/T\OXO) (O] [OX/T\(O]O) O]
® @ ® GS\\“””/ [0} @ ® GS\“",”»
TS TS
M\ U
Station 1 Station 2
Eine Biirstmaschine mit 4 Stationen wird dringend empfohlen!
Arbeitsschritt/Produktempfehlung
Station 1: LIPPRITE®-Super Cut Roller | S8 DI109 PH210 SFN (SiC 600) | Rz =2,0 ym
Station 2: LIPPRITE®-Super Cut Roller | S9 DI109 PH210 UFN (SiC 800) | Rz=1,5pum




LIPPRITE® HFR

HIGH RESOLUTION FINISHING ROLLER

LIPPRITE®-HFR

Mit dem Einzug zunehmend feinerer Leiterbahnstrukturen hat sich die
Trockenfilmlaminierung fast tberall durchgesetzt. Um beim nachfolgenden
Arbeitsschritt Kontaktfehler zu vermeiden, muss eine perfekte Verbindung
zwischen Trockenfilm und Kupferoberfldche sichergestellt sein.

Gewdinscht wird eine saubere, matte, oxydfreie Oberflache mit minimaler
Reflexion.

LIPPRITE®-High Resolution Finishing Roller garantieren eine reproduzierbare
Oberflache mit definierter Rauhtiefe.

Hohe Zuverlassigkeit

Die dreidimensionale, offene Struktur des Vlieses fordert den , Selbstreini-
gungseffekt”. Es wird verhindert, dass sich Riickstande im Vlies ansammeln
und die Oberflache durch ,anbacken“ von Riickstdnden verunreinigt wird.
Die flexible Konstruktion der Walze erlaubt das Bearbeiten von nicht perfekt
ebenen Oberfldchen. Neue Schleifpartikel werden kontinuierlich freigesetzt und
erzeugen eine gleichmaBige Oberfldchenstruktur.

10

Einsatzmdglichkeiten

e Reinigen und Desoxydieren
vor der Trockenfilmlaminierung

e Biirsten vor dem Siebdruck

e Biirsten von diinnen Innenlagen
e Biirsten von flexiblen Leiterplatten

lhre Vorteile

GleichmaBige Oberflachenqualitat

Hohe Reinigungsleistung

Hohe Mikrorauhigkeit

Erhohte Haftfahigkeit des Laminats
Geeignet fiir ,fine line technology“
Geringes Risiko verstopfter Bohrungen
Keine Beschadigung der Bohrlochkanten
Kein Zusetzen der Birstenoberfléche
Dynamisch gewuchtet

Metallflansche fiir spielfreie Montage und
perfekten Rundlauf



Stabilitat und Lebensdauer

LIPPRITE®-High Resolution Finishing Roller haben durch die im eigenen Haus
entwickelte Imprégnierung PH90 eine hohere Leistungsfahigkeit und Stand-
zeit sowie verbesserte Ddmpfungseigenschaften.

Ein weiterer Vorteil: Die Leiterplatten konnen mit einem hoheren Vorschub
bearbeitet werden und steigern damit die Produktivitat.

Oberflachenrauhigkeit

Oberflachenrauhigkeit auf Kupfer

Erfahrung
Auf einer perfekten glatten Oberflache sollten die gemessenen Werte
zwischen Rz 1,5 — 3,0 pm liegen.

In der Leiterplattenindustrie ist die Messung im Winkel von 90° zur Biirstrich-
tung die aussagekraftigste und am haufigsten angewendete Messmethode.
Die Messung in Biirstrichtung generiert meist niedrigere Werte und ist
deshalb nur fiir Kontrollzwecke geeignet.

Biirstentyp Erwartete Oberflachen- Rauhigkeits-Profil Ry = 0,50 pm Ryax = 3,83 um
rauhigkeit Rz (um) R, = 3,36 ym P.= 158/C
LIPPRITE®-HFR S7 2,5
(very fine SiC 320)
2,5
1000 pm
Bemerkung: Durch Welligkeit der Oberfléache,
erscheinen die Werte hoher als sie tatséchlich sind.
Biirstentyp Erwartete Oberflachen- Rauhigkeits-Profil Ry= 0,31 pm Ryax = 2,52 pm
rauhigkeit Rz (um) R, = 2,23 ym Pc= 175/C
LIPPRITE®-HFR S8 2,0
(super fine SiC 500/600)
.
1000 pm
Biirstentyp Erwartete Oberflachen- Rauhigkeits-Profil Ry= 0,24 pm Ryax = 1,70 pm
rauhigkeit Rz (um) R;= 1,61 ym P.= 65/C
LIPPRITE®-HFR S9 1,5
(ultra fine SiC 800/1000)
o
1000 pm
Produktempfehlung
LIPPRITE®-High Resolution Finishing Roller S7 DI107/109 PH90 SiC 320 Rz =2,5pm
LIPPRITE®-High Resolution Finishing Roller S8 DI109 PH90 SiC 600 Rz =2,0 ym
LIPPRITE®-High Resolution Finishing Roller S9 DI109 PH90 SiC 800 Rz=1,5pm

11




LIPPRITE® HFRBLUE

HIGH RESOLUTION FINISHING ROLLER

LIPPRITE® HFR 2/ue

Mit dem Einzug zunehmend feinerer Leiterbahnstrukturen hat sich die Trocken-
filmlaminierung fast (iberall durchgesetzt. Um beim nachfolgenden Arbeits-
schritt Kontaktfehler zu vermeiden, muss eine perfekte Verbindung zwischen
Trockenfilm und Kupferoberfléche sichergestellt sein.

Gewiinscht wird eine saubere, matte, oxydfreie Oberflache mit minimaler
Reflexion.

LIPPRITE®-High Resolution Finishing Roller garantieren eine reproduzierbare
Oberflache mit definierter Rauhtiefe.

Oberflachenrauhigkeit auf Kupfer

lhre Vorteile

GleichmaBige Oberflachenqualitat

Hohe Reinigungsleistung

Erhohte Haftfahigkeit des Laminats

Geeignet fiir ,fine line technology“

Geringes Risiko verstopfter Bohrungen

Keine Beschadigung der Bohrlochkanten

Kein Zusetzen der Biirstenoberflache

Dynamisch gewuchtet

Metallflansche fiir spielfreie Montage und perfekten Rundlauf

Biirstentyp Erwartete Oberflachen- Rauhigkeits-Profil Ry= 0.24 pm Ryax = 1.78 pm
rauhigkeit Rz (um) R, = 1.57 ym P.= 360/C

LIPPRITE® HFR 2lue <20 f :

(super fine SiC 500/600)

12

250 ym :
Bemerkung: Kupferlaminat Typ FR4 mit 7 pm Schichtstérke



LIPPRITE® SFR
SOLDERMASK FINISHING ROLLER

®.
LIPPRITE®-SFR Ihre Vorteile

e Biirsten vor dem Auftragen von Létstopplack o

Lotstopplack wird durch Siebdruck oder im fotolithographischen Prozess
aufgetragen. Es wird eine Isolationsschicht erzeugt, die die Leiterbahnen

Gleichbleibende Oberflachenqualitat
e Sorgfaltige Reinigung der Leiterbahnen

schiitzt und ungewollte Létmetallbriicken verhindert. Das Biirsten darf die e Hdhere Mikrorauhigkeit
Leiterbahnen nicht beschédigen und keine Mikrobriicken erzeugen. o Bessere Haftung des Fiillharzes

* Biirsten von flexiblen Leiterplatten e Geeignet fiir ,fine line technology“
Wegen ihres geringen Gewichtes, ihrer hohen Flexibilitit und Biegeeigen- e Geringes Risiko verstopfter Bohrungen

schaften werden flexible Leiterplatten immer haufiger verwendet, beson-

L e Keine Beschédigung von Leiterbahnen
ders in raumlich begrenzten Umgebungen.

e Kein Zusetzen der Biirstenoberflache
o Bearbeiten diinner Kupferfolien

Diinne Kupferfolien, nur 50 —100 pm dick, kdnnen auf einer dafiir ge-
eigneten Maschine gebiirstet werden.

e Dynamisch gewuchtet

¢ Metallflansche fiir perfekte Montage
und Rundlauf

¢ Reinigen nach dem Zinn-Blei-Ldten

o Entfernen von Riickstinden nach dem Schmelzprozess Ihre Vorteile
... bei der Bearbeitung
¢ Reinigen von Gold beschichteten Leiterbahnen mit Bimsmehl
e Keine Biirststrichorientierung
e Matte Oberflache mit
minimaler Reflexion
e Erhohte Mikrorauhigkeit
e Fiir ,fine line technology*
geeignet
Produktempfehlung e Praziser Rundlauf
LIPPRITE®-Soldermask Finishing Roller S8 DI107 PH90 SiC 500/600 Rz =2,0 ym
LIPPRITE®-Soldermask Finishing Roller S9 DI107 PH90 SiC 800/1000 Rz=1,5pum
LIPPRITE®-Soldermask Finishing Roller S8 DI107 SiC 500/600 Rz =2,0 ym
LIPPRITE®-Soldermask Finishing Roller S9 DI107 SiC 800/1000 Rz=1,5pum

13




LIPPRITE® PCR
PRESSPLATE CLEANING ROLLER

LIPPRITE®-Pressplate
Cleaning Roller

Zum Entfernen von Harz, das sich an
den Oberfldchen nach dem Pressen

lhre Vorteile
e Hohe Bearbeitungsqualitét, saubere Oberflachen
e Keine Riickstande auf den Pressblechen

der Laminate oder Multilayer festsetzt. e GleichméBige Abrasivitét tiber die gesamte Standzeit
Nach dem Bearbeiten muss die ur- e Geringer Biirstenabrieb
spriingliche Oberflache wiederher-

e Kein Zusetzen des Maschinenfiltersystems
e Perfekter Rundlauf
e Dynamisch gewuchtet

gestellt sein.

LIPPRITE®-Pressplate Cleaning Roller
haben gezeigt, dass nach mehr als
1000 Bearbeitungszyklen die Oberflachenqualitat erhalten blieb. o Metallflansche fiir perfekte Montage

Oberflachenqualitédt von Pressblechen

Ober- Qualitat Rz [pm] Ra [pm]
flachen-
finish
Nr. 1 Schliff Korn 80 8,0-15,0 1,20 - 2,50
Nr. 2 Schliff Korn 180 50-8,0 0,70-1,20
Nr. 3 Schliff Korn 240 25-5,0 0,30-0,70
Nr. 4 Feinschliff Korn 320 16-25 0,15-0,30
Nr.5 Feinschliff Korn 400 1,0-1,6 0,13-0,15
Nr. 6 500 Feinschliff Korn 06-1,0 0,07 -0,13
Nr. 7 Poliert 02-04 0,03-0,04
Nr. 8 Hochglanzpoliert 0,1-0,2 0,01 -0,03
Produktempfehlung
LIPPRITE®-Pressplate Cleaning Roller A4 DI109 PH210 Al,03 120 MED Rz=1,6-2,5um
LIPPRITE®-Pressplate Cleaning Roller A5 DI109 PH210 Al,05 180 MED-FN Rz=1,2-2,0 ym
LIPPRITE®-Pressplate Cleaning Roller A6 DI109 PH210 Al,03 240 FN Rz=1,0-1,6 ym

Bemerkung: Rz auf Edelstahl 1.1.4542

14




INFORMATIONEN

Eine Auswahl von StandardgroBen:

0 [mm] Breite [mm] Bohrung Maschinentyp

90 610 35 mm Dilg

100 608 17 Hibass

102 610 — 622 — 768 1"/1,25" Chemcut

125 450 50 mm Wesero Junior / Hollmiiller 45 / Schmid 450
125 550 50 mm Hollmiiller 55

125 610 50 mm IS Scrubbex-SHD / Wesero 600 / Schmid 600
125 650 50 mm Schmid 650 / IS Scrubbex-2000 / Héllmiiller 65 / Wesero U 600-1 / Pola & Massa / Wise
125 670 50 mm Pola & Massa / Wise

125 750 50 mm Wesero U700-1

125 770 50 mm Schmid 770 /IS Scrubbex-2000 / Wise

140 610 2" Chemcut, Marseco

152 610 2" TTM, Billco, Somaca, Chemcut

152 610-650-710 3” Seiko, Marugen, IML SD-1400, Ishi Hyoki, Pioneer / Wise
152 762 2" Billco, Marseco, Chemcut

170 585 3” Bunkyo

170 610-710 3” Ishii Hyoki

254 1143 5,75" Pioneer

300 1100 — 1500 5,75" Century, Somaca

305 1270 180 mm Aiki

350 1100 — 1500 190/200 mm Wesero, Curtin Hebert

Dieser Katalog gibt einen Uberblick auf Produkte der
Marke LIPPERT-UNIPOL.

Speziell fiir die Leiterplattenindustrie haben wir innova-
tive Biirstwalzen zur mechanischen Bearbeitung von
Leiterplatten entwickelt und hergestellt.

Alle Informationen in diesem Prospekt basieren auf
derzeitigem Kenntnisstand. Auf Grund der unterschied-
lichen Einsatzmdglichkeiten iibernehmen wir keine
Garantie bei der Verwendung dieser Informationen.
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The Global Leader in Surface

Treatment Solutions and Finishing Tools

Global Headquarters

Osborn International GmbH
Ringstrasse 10

35099 Burgwald

Germany

Tel.: +49 64515880

Fax: +49 6451588206
info@osborn.de

Osborn International Ltda.

Rua Lemos Torres,

150 - Jardim Gagliardi

09890-070 Sao Bernardo do Campo
Brazil

Tel.: +55 1143916559

Fax: +55 1143916550
osborn@osborn.com.br

Osborn Lippert (India) Pvt. Ltd.
Plot No. E-66, MIDC Waluj
Aurangabad - 431136

India

Tel.: +912402556538

Fax: +912402552530
sales@osborn-lippert.co.in

Osborn International SRL

Bd. Bucovina, Nr. 151

725300 Gura Humorului, jud. Suceava
Romania

Tel.: +40 230234212

Fax: +40 230531785
sales@osborn.ro

Osborn International AB
Huskvarnavagen 105
56123 Huskvarna
Sweden

Tel.: +46 36389200
Fax: +46 36133190
info@osborn.se

Finish. First.

North American Headquarters

Osborn

1100 Resource Drive, Suite 1
Brooklyn Heights, OH 44131-1854
USA

Tel.: +12163611900

Fax: +1 2163611913
brushes@osborn.com

Osborn International

Rm. 505, Tower H Huiyuan Int. Apartment
No. 8 Beichen East Road,

Chaoyang District

Beijing, 100101

China

Tel.: +86 1084988191

Fax: +86 1064991863
cnsales@osborn.com

Osborn

Gavilanes S/N Parque Industrial
San Ramon

Nogales, Sonora, Mexico 84094
Mexico

Tel: +1216-361-1900 x300

Fax: +1216-361-0336

Osborn Singapore Pte Ltd
206 Tuas South Avenue 2
West Point Bizhub
Singapore 637208
Singapore

Tel.: +65 6863 0318

Fax: +65 6863 4318
sales@osborn.com.sg

Osborn Unipol (UK) Limited
Avenue West

Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow NP16 6UD

United Kingdom

Tel.: +441291643200

Fax: +44 1291643298
sales@osborn-unipol.co.uk

Osborn Unipol SAS

Parc Mail - Batiment Orion

24B avenue de la Demi-Lune

CS 80006

95735 ROISSY CH. DE GAULLE CEDEX
France

Tel.: +33134450600

Fax: +33 139936711
contact@lippert-unipol.fr

Osborn Unipol Lda

Rua de Pardelhas

4805-062 Brito-Guimaraes
Portugal

Tel.: +351253479550

Fax: +351253576629
osborn-unipol@osborn-unipol.pt

Osborn - Unipol, S.L.

C/ Ronda Norte, 320

(Poligono Industrial) - Apartado 169
46470 Catarroja (Valencia)

Spain

Tel: +34 961325876

Fax: +34 961324602
ventas@osborn-unipol.es




